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Specyfikacja Zdolności i Osiągów
dla Sztywnych Płyt Drukowanych

1 ZAKRES

1.1 Definicja Zakresu �iniejsza specyfikacja ustanawia i definiuje wymagania zdolności i osiągów dla wytwarzania
sztywnych płyt drukowanych.

1.2 Cel Celem niniejszej specyfikacji jest dostarczenie wymagań dla zdolności i osiągów sztywnych płyt drukowanych
opierających się na następujących konstrukcjach i/lub technologiach. Wymagania te mają zastosowanie do gotowych
produktów, chyba że zostało to inaczej określone:
• Jednostronne, dwustronne płyty drukowane z otworami lub bez otworów metalizowanych (PTH).
• Wielowarstwowe płyty drukowane z otworami PTH, z lub bez zakrytych/ ślepych otworów / mikrootworów przelotowych

połączeń międzywarstwowych.
• Czynne płyty drukowane wbudowanych obwodów pasywnych z rozdzielającymi płaszczyznami pojemnościowymi i/lub

komponentami pojemnościowymi lub oporowymi.
• Płyty drukowane z metalowym rdzeniem z lub bez zewnętrznej metalowej ramki termicznej, które mogą być czynne lub

pasywne.

1.2.1 Dokumentacja Dodatkowa IPC-A-600, która zawiera rysunki, ilustracje i fotografie, które mogą pomóc w wizualizacji
dopuszczalnych / niezgodnych stanów dostrzegalnych zewnętrznie i wewnętrznie, może być użyta w połączeniu z tą
specyfikacją dla lepszego, całkowitego zrozumienia zaleceń i wymagań.

1.3 Klasyfikacja Osiągów i Typu

1.3.1 Klasyfikacja �iniejsza specyfikacja ustanawia kryteria dopuszczenia dla klasyfikacji osiągów sztywnych płyt
drukowanych opierając się na wymaganiach klienta i/lub końcowego użytkownika. Płyty drukowane są klasyfikowane
według trzech głównych Klas Osiągów zdefiniowanych w IPC-6011.

1.3.1.1 Odstępstwa od Wymagania Wymagania, które są odstępstwem od niniejszych klasyfikacji powinny być uzgodnione
pomiędzy użytkownikiem i dostawcą.

1.3.1.2 Odstępstwa Awioniki Kosmicznej Odstępstwa klasyfikacji osiągów awioniki kosmicznej są podane w Załączniku
Zastosowań Kosmicznych IPC-6012DS i mają zastosowanie, kiedy załącznik jest przywoływany w dokumentacji
dostawczej.

1.3.2 Typ Płyty Drukowanej Płyty drukowane bez otworów metalizowanych PTH (Typ 1) i z otworami metalizowanymi
PTH (Typy 2-6) są klasyfikowane jak następuje i mogą zawierać sumatory technologii jak opisano w Tabeli 1-1:

Typ 1—Jednostronna Płyta Drukowana
Typ 2—Dwustronna Płyta Drukowana
Typ 3—Wielowarstwowa Płyta Drukowana bez ślepych lub zakrytych otworów przelotowych
Typ 4—Wielowarstwowa Płyta Drukowana ze ślepymi i/lub zakrytymi otworami przelotowymi (mogą zawierać

mikrootwory)
Typ 5—Wielowarstwowa Płyta Drukowana z rdzeniem metalowym bez ślepych lub zakrytych otworów przelotowych
Typ 6—Wielowarstwowa Płyta Drukowana z rdzeniem metalowym ze ślepymi i/lub zakrytymi otworami przelotowymi

(mogą zawierać mikrootwory)

1.3.3 Wybór Klasy Osiągów Klasa osiągów powinna być określona w dokumentacji dostawczej.

Dokumentacja dostawcza powinna dostarczyć wystarczające informacje do wytwarzania płyty drukowanej i zapewnić,
że użytkownik otrzymuje żądany produkt. Informacje, które powinny być zawarte w dokumentacji dostawczej, są zgodne
z normami IPC-2611 i IPC-2614.
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